KOMIIETEHL U ITK-3

[IK-3 CnocobeH BBIMOIHATH pabOTHI 1O
TEXHOJOTHYECKON IOJATOTOBKE
MIPOU3BOICTBA PaAMOAIIEKTPOHHBIX
CPEJCTB U PaUO3JIEKTPOHHBIX CUCTEM

3-TIK-3 3HaTh OCHOBEI M 3a1a4d TEXHOJOTMYECKOU ITOATOTOBKH
MIPOU3BOJCTBA PaaNO3JEKTPOHHBIX CpenCTB u
PaauO3IEKTPOHHBIX CHCTEM, BH/JIbI CIIEIUATIBHOTO
TEXHOJIOTHYECKOTO 00OPYIOBaHUS ISl BBITIOTHEHHS Pa3IMYHBIX
omepanMii B TPOU3BOJACTBE PATUONIEKTPOHHBIX CpPEACTB U
PAAMOANIEKTPOHHBIX CHUCTEM, MPHHIUIBI WX paboThl, obIee
YCTPOMCTBO

V-IIK-3  YMeTh  OCyHIeCTBISATH  BBIOOp  CHELMATBHOTO
TEXHOJIOTMYECKOr0 00OpYy/JOBaHUS M OCHACTKHU JJISl peaju3aluu
CIIPOEKTUPOBAHHOTO TEXHOJIOTMYECKOTO IpoLecca

B-I1K-3 BnaaeTts HaBbIKaMH NPOECKTUPOBAHUS TEXHOJIOTHUECKUX
MPOLIECCOB U3TOTOBJICHUS PAIUOAIEKTPOHHBIX CPEJCTB U
PaauO3IEKTPOHHBIX CUCTEM METOAOM CHHTE3a TUIIOBBIX
TEXHOJIOTUYECKUX OTNepaiui

[lepeuenn O0s3aTenpHbIe TUCIUILIMHBL:
JTUCLUTUTIH TexHoJI0rMS MPOU3BOACTBA JJIEKTPOHHBIX CPEACTB — 7 ceMecTp
TexHos0rnyeckne NMpouecchbl MPOM3BOJACTBA PAAHOIEKTPOHHBIX cuctemM — 10

cemecTp

IIpou3BoacTBeHHAs1 MPAKTUKA (TexHoJorHYecKkas) — 7, 8, 9, 10 cemecTp

Bonpocsbl

| OTBeThI

TexHoJI0rHsl MPOM3BOACTBA YJIEKTPOHHBIX CPEACTB — 7 ceMecTp

1. Ilpouumatime mexcm u evibepume NPAGUILHBILU OMBEN.

Kakoif MeToa U3roToBiIeHHS MTEYaTHBIX IJ1AT MPEANOJaraeT yaajJeHue
JTUNTHEH Meau ¢ GOJBTHPOBAHHOTO UAJICKTPUKA IMyTEM TpaBIICHHUS ? 2

1) anTuTUBHBII

2) cyOTpaKTUBHBIH

3) nmosyaJANTUBHBII

4) 2JIeKTPOXUMUYECKUMN

2. Ilpouumatime mexcm u 6vlbepume npasuibHuLlL OMeEen.

Kaxkoii npouecc ucnonb3yercs A CO34aHUs TOKOIIPOBOAAIIUX

JIOPOKEK HA MeYaTHOM 1iare?
1) TpaBneHue

2) TAIbBAaHUYECKOE OCAXKICHUE
3) dbotomuTorpadus

4) HanpUICHUE

3. Ilpouumaiime mexcm u @vlbepume npagUIbHLILL OMBEM.

UTo sBIsIETCS OCHOBHOHM (yHKIHEH (OoTOpe3ncTa B IpoIecce

W3TrOTOBJICHUS NeYaTHBIX IJ1aT?

1) ynayuuieHue 31eKTponpOBOJHOCTH IIPOBOJHUKOB

2) 3aluTa y4acTKOB MEIH OT TPaBIICHUS
3) yBenMYEHUE aAre3UN MOKPBITHS
4) yckopeHHe mpolecca nauku




4. Ilpouumaiime mexcm u 8vlOepume NPasUILHLIL OMBEEN.

YTo Takoe «TEHTHHT-IIPOILIECC)» B TEXHOJIOTHH U3TOTOBIICHUS MEYaTHBIX

miat?

1) cioco6 TpaBiaeHust Mmeau 0e3 UCIOab30BaHus (DOTOpPE3UCTA

2) METOJl HAHECCHHS 3alUTHOTO MOKPHITHS HA BCIO TTOBEPXHOCTH TIJIATHI
3) mporecc co3aaHusi OTBEPCTHH B IUIATE C OJJHOBPEMEHHBIM (OPMUPO-
BaHHEM 3alIUTHOTO CJIOS HAJI MPOBOASIINME JOPOKKAMHU

4) TEXHOJIOTHsl HAHECCHUS] MAPKHUPOBKH Ha TOTOBYIO TLIATY

5. llpouumaiime mexcm u 8vibepume nPasUIbHLLIL OMEEN.

Yro Takoe «3¢pdext Kupauana» B KOHTEKCTE TPOU3BOICTBA
JJIEKTPOHHBIX CPEJCTB?

1) apdexT cBeueHnss KOPOHHOTO pa3psia y Kpa€B MPOBOJHUKOB IPH
BBICOKOM HaNpPsKEHUU

2) MeTOJ KOHTPOJISl KauecTBa MalKu ¢ IOMOIIBI0 HH(PpaKpacHOU
Tepmorpadun

3) siBIEHME SIEKTPOMUTPAIIMHA B TOHKUAX MPOBOJIHUKAX MTPH BHICOKUX
IUIOTHOCTSX TOKa

4) ciocob 6eCKOHTAKTHOTO M3MepeHUs EMKOCTH KOMIIOHEHTOB

6. IIpouumaiime mexcm u 8vibepume NPAsUILHLIL OMEeNn.

Kaxoif TUI MOKPHITUS KOHTaKTHBIX TUIOMIAIOK MEYaTHBIX IJIaT
o0ecreyrBaeT HAMITYUUIYIO MasgseMOCTh U I0JITOBPEMEHHYIO
COXPAHHOCTh IIPU XpPaHEHUU?

1) onoBoO-cBUHEI

2) UMMEPCUOHHOE 30JI0TO 10 HUKEIIO

3) opraHuYecKoe 3alUTHOE MOKPBITHE

4) cepeOpsiHOE IOKPBITHE

7. Ilpouumatime mexcm u gvloepume npasUIbHbuILL OMEem.

UYrto o3HavaeT TepMUH «110BepXHOCTH SMDE) B cOBpeMEHHBIX
TEXHOJIOTUSIX MOHTaxa?

1) MOBEpXHOCTH C MOBBIIICHHON aare3uei s Kies

2) MOBEPXHOCTH IJIaThl C HAHECEHHBIM CIIEIIMAIbHBIM MAPKUPOBOYHBIM
cl10eM

3) moBepxHOCTh, 00paboTaHHas MIa3MOM JUIsl YIyUIIEeHUs] CMauYuBaeMO-
CTH

4) MOBEpPXHOCTb, MOATOTOBIIEHHAS I TOBEPXHOCTHOIO MOHTaXa C
y4€TOM TpeOOBaHMH K MasJIbHON MACTe U TETUIOBOMY MPOQHUITIO

8. I[Ipouumaiime mexcm u 8vibepume NPAsUILHLIU OMEEN.

UYro Takoe «mpoduis omnaBaeHus» B TexHonorud SMMT?

1) rpaduk n3MeHEeHHUs TeMIlepaTypbl BO BpEMEHHU NpU MakKe,
BIIUSIIOIIMIA Ha KAYECTBO COCTMHCHUI U OTCYTCTBHE 1e(PEKTOB

2) reometpus TpadapeTa AJisi HAHECEHUS MasJIbHON MMacThl

3) dopma BOIHBI MpU BOTHOBOM Maiike

4) xoH(uUrypalus BEIBOJOB KOMIOHEHTOB JJI IOBEPXHOCTHOTO MOHTa-
xKa

9. Ilpouumaiime mexcm u 8vlOepume NPaABUILHLIL OMBEEN.

Kaxoii meTon ¢popmMupoBaHus MUKPOOTBEPCTUH (microvias) B
MHOTOCJIOMHBIX TIEYaTHBIX TUIaTaX 00ECIeYNBACT HAUBBICIIYIO
TOYHOCTh U MUHUMAJIbHYIO TOJILUHY JUIIEKTPUUECKOTO CI10s?
1) nna3mMeHHOe TpaBJICHHE

2) ¢oronurtorpadpuueckoe GpopMupoBaHUE OTBEPCTUI

3) na3zepHOE CBEpIICHUE

4) MexaHMYeCcKOe CBEpJICHHE TBEPAOCIIIABHBIMU CBEPIAMHU




10. Ilpouumatime mexcm u gvlbepume npasuibHuIL OMeen.

Kaxoit MmexaHu3M Jierpajanuu sBIseTCsS OCHOBHBIM sl 6€CCBUHIIOBBIX
NasHBIX COCTUHEHUH MPU TEPMOIUKIUPOBAHNN ? 2
1) okucleHre MOBEPXHOCTH MPUTIOS

2) o0pa3oBaHHE HHTCPMETALTNISCKUX COSAUHEHUH (1Imc) Ha TpaHHUIIe
pazziena mpUIo/KOHTAaKTHAs TIJIOMIaaKa

3) ucnapeHre KOMIOHEHTOB IPUIOS PU HarpeBe

4) nnactuueckoe neopMupoBaHue MPUIOS O] HATPY3KOU

11. Ilpouumatime mexcm u 8vloepume NPagUIbHLIL OMEEN.

Uro o3HaYaeT TEPMHUH «warpage» B MPOM3BOJCTBE IMEUATHBIX
mwiat? 1
1) uckpuBIeHUE MJIATHI U3-32 HEPABHOMEPHOT'O pACIIPECICHUS MEIU
Ha CJIOSIX M OCTATOYHBIX HANPSHKCHUH

2) oTcrnoeHue NasIbHON MacKH

3) oOpa3oBaHHE TPEUINH B TUDIICKTPUKE

4) HEpaBHOMEPHOE TpPaBJIEHUE MPOBOJIHIKOB

12. Ilpouumatime mexcm u gvlbepume npasuibHulli OMeen.

Urto Takoe «peOOJIITUHTY B TEXHOJOTMH PEMOHTA 3JIEKTPOHHBIX
KOMIIOHEHTOB? 2
1) 3ameHa kopIyca KOMIIOHEHTa

2) BOCCTaHOBJIEHUE IIAPUKOBHIX BBHIBOJIOB (Hampumep, Ha BGA)
3) mepemnporpaMMUpOBaHUE

4) 3ameHa 1mevyaTHOM MJIaThl

13. I[Ipouumaiime mexcm u 8bibepume NPasUIbHLIL OMEEM.

Kaxkoii Tun ¢urroca oGecrieynBaeT HAMITYYIIYI0O CMauyuBaeMOCTh
npu OECCBHHIIOBOH Maiike, HO TpeOyeT 00g3aTeIbHON OTMBIBKU 4
nocJjie MoOHTaxa?

1) kauuOIBHBIN c1a00aKTUBUPOBAHHBIN
2) 6€30TMBIBOYHBIN

3) CUHTETHYECKHH c1ab0aKTUBUPOBAHHBIH
4) BO1OpacTBOPHUMBIH AKTUBUPOBAHHbBIN

14. IIpouumatime mexcm u 8vloepume NpagUiIbHLILL OMEen.

Kaxkoii nmporiecc ucnonb3yercs At GOpMUPOBAHUS YIBTPATOH-
KHX JUAJIEKTPUYECKHUX CJIOEB (< 5 MKM) B IPOU3BOJACTBE BBICO- 3
KOIUIOTHBIX Mexcoenunenuit (HDI)?

1) HaHEeceHHe KUAKOM CMOJIbI C TOCIeayIoUIel moiuMepu3anuen
2) 1aMMHHPOBAHME MpeTnpera

3) snekTpodopeTHUecKoe OCaKIeHUE

4) BakyyMHO€ HalblJICHUE NTOJIUUMUIA

TexHnonornueckne npouecchbl NPOM3BOACTBA PAIMOYIEKTPOHHBIX cucTeM — 10 cemecTp

1. Ilpouumaiime mexcm u 8vibepume NPABUILHLLI OMEEN.

Kaxoii MmeTon ucnomap3yercs s MacCOBOI'0 MOHTa)ka KOMIIOHEHTOB Ha
revaTHbIe TUIaThl? 3
1) pyuHas naiika

2) TodeuHasi cCBapkKa

3) xoHBeliepHas naika (BOJTHOM MPUIIOS WA B TIEUYH)
4) nazepHas nanka




2. Ilpouumatime mexcm u gvlbepume npasuibHull OMeen.

Yro o3Hauaet ab6peBuatypa PCB?
1) Power Control Board

2) Programmable Circuit Board

3) Process Control Bus

4) Printed Circuit Board

3. [Ipouumaiime mexcm u 8vibepume NPAGUILHLLI OMEeNn.

Kakoii MeTo1 KOHTPOJISI Ka4eCTBA UCIOJIb3YETCS ISl IPOBEPKU MastHBIX
COEIUHEHHI?

1) BU3yabHBIN OCMOTP

2) BCe NepeuMCICHHbIE METObI

3) PEHTTeHOBCKUI KOHTPOJIb

4) aBTOMaTU3UPOBAHHBINA ONTHYECKUI KOHTPOJIb (AOI)

4. [lpouumaiime mexcm u gvloepume NPaAsUILHLIL OMEEN.

Kaxkoit MmaTepuan ucnonb3yeTcs Ajig U3rOTOBIEHUS TpadapeToB I
HaHECCHMs MasIbHOM MacThl?

1) mnactux

2) Oymara

3) HepxkaBerIas CTalb

4) amroOMUHUN

5. Ilpouumaiime mexcm u gvibepume npPasuiIbHbILL OMEEN.

Uto Takoe «KOH(POPMHOE MOKPHITHEY?

1) mOKpBITHE MMEYAaTHBIX IUIAT IS ACTETUKHU
2) 3alMUTHOE MOKPBITHE JIJIS MEYaTHBIX IJIAT
3) Tun nasuIbHOM MacKu

4) smoKcHaHAs CMOJIa

6. [Ipouumaiime mexcm u 8vlboepume NPAGUILHBILU OMBEN.

Kakoii npouecc ciaenyeT nocjiae yCTaHOBKM KOMIIOHEHTOB Ha II€YATHYIO
iaTy nepej nakom?

1) onnaBnenue B neuu (pedon)

2) TpaBiieHHE

3) HaHeceHue Jiaka

4) TectupoBaHue

7. [Ipoyumaiime mexcm u evibepume NPasuIbHbIL OMEEM.

Kaxkoit MeToa KOHTPOJIS UCIIONB3YETCS ISl HIPOBEPKU CKPBITBHIX MasHbIX
coenuHeHui (Hanpumep, noa BGA-koprycamu)?

1) BU3yanbHBIN 0OCMOTpP

2) 2IEeKTPUUYECKOE TECTUPOBAHUE

3) pEeHTTeHOBCKUU KOHTPOJIb

4) akycTuueckas MUKPOCKOIUS

8. I[Ipouumaiime mexcm u 8vibepume NPAGUILHLLI OMEeEN.

Kaxkoit MmeTon npuMeHsieTcs JUisl OYMCTKH NE€YaTHBIX IUIaT Mocie Naku?
1) Mmexanuueckas HUTM(POBKA

2) neckocTpyiiHas oOpaboTka

3) ynpTpa3ByKOBas OUMCTKa B BOJIE

4) npoMbIBKa Ciel[MaIbHBIMU PACTBOPUTEISIMHU




9. Ilpouumaiime mexcm u 8vloepume NPaABUILHLIL OMEEN.

Uto Takoe ESD-3ammuTa B npousBoactse POA?
1) 3ammura oT 3JIEKTPOCTATUUECKOTO pa3psiaa 1
2) 3ammuTa OT KOPPO3UH
3) 3amura OT neperpena
4) 3ammTa OT JICKTPOMArHUTHBIX ITOMEX

10. Ilpouumatime mexcm u 8vloepume NPAGUIbHLIL OMEEN.

Kakoii MmeTo1 MapKUpOBKH KOMIIOHEHTOB IIPUMEHSIETCSI B CEPUITHOM
IIPOM3BOJICTBE? 1
1) Bce nepednciieHHbIe METOIbI
2) pyuyHas MapKHpOBKa

3) mazepHasi MapKUPOBKaA

4) tpadaperHas meyatpb

11. Ilpouumatime mexcm u gvlbepume npasuibHulli OMeen.

Yo Takoe celeKTUBHas nanka?
1) maiika BceX KOMIIOHEHTOB OJJHOBPEMEHHO 2
2) nokanpHas maiika OTAeNbHBIX KOMIIOHEHTOB
3) maiika BOJIHOM mpumnos

4) nma3zepHas manka

12. Ilpouumatime mexcm u 8vloepume NpagUIbHbLIL OMEEN.

Kaxoii Tun ¢toca pekoMeHryeTcs sl 0eCCBUHIIOBON MalKu ?
1) akTUBHBIN (IIOC C KUCIOTAMU 3
2) xaHu@oIbHBIN (roC
3) 6e30TMBIBOUHBIH (IrOC
4) BCce THUIBI MOAXOJST

13. Ilpouumatime mexcm u 8vloepume NpagUiIbHbILL OMEen.

Urto Takoe «BHYTpUCXeMHOE IporpammupoBanue» (ISP)?
1) mporpaMMHpoBaHHE 10 YCTAHOBKU Ha IUIATY) 4
2) obHoBnenue I10 yepe3 unTepHeT
3) HacTpoiika mapaMeTpoB BPYUHYIO
4) nporpaMMHpPOBAHNE MUKPOKOHTPOJIJIEPOB MOCIE MOHTa)Xa Ha IJiaTy

IIpousBoacTBeHHas NpaKkTHKA (TexHoJ0oru4eckas) — 7, 8, 9, 10 cemectp

1. Ilpouumatime mexcm u 8vibepume nPAGUILHBILU OMBEN.

Yro takoe IPC-crangapTsi?
1) cTanmapThl MPOEKTUPOBAHUS KOPITYCOB 2
2) MeXIyHapOoIHbIE CTAHJAPTHI MPOU3BOJCTBA  COOPKU JIEKTPOHHBIX
CpEICTB

3) cTaHIapThI NEKTPOMUTAHUS

4) cTaHIapTHI CBSI3HU

2. [Ipouumaiime mexcm u 8vloepume NpagUIbHbLIL OMEen.

Kakoii meTos nmaliky UCIIOJIb3Y€eTCs U1l MOHTaKa KOMIIOHEHTOB
¢ 00paTHOI CTOPOHBI IJIATHI TIOCIIE TOBEPXHOCTHOTO MOHTAaxa ? 1
1) BosiHA mpunos

2) ma3zepHas maika

3) ToueuHas maiika

4) ynpTpa3ByKOBas Nakka




3. Ilpouumaiime mexcm u gvloepume NpasUIbHLIL OMEEN.

Yro Takoe «aenbTa T» B KOHTEKCTe Maiku?

1) Temneparypa miaBiIeHUs TPUIIOS

2) BpeMs malKu

3) pa3Huila TEMIEPATyp MEXKAY KOMIIOHEHTaMHU

4) pa3HuIa TeMIepaTyp MEX/y TUKOM U MPEIHArPEBOM IMPU MaiKe

4. I[Ipouumaiime mexcm u gvlOepume nPasUIbHbLIIL OMBEEN.

Kakoil ocCHOBHOW MaTepuan Uil HM3FOTOBJICHUS IE€YATHBIX
miat?

1) TekcTonuT

2) reTUHaKC

3) CTEKJIIOTEKCTOIUT

4) xepamuka

5. Ilpouumaiime mexcm u gvloepume npasUIbHLIL OMEEm.

Kakoit Tun KOMMOHEHTOB HE TpeOyeT OTBEpPCTHH B MeYaTHOM
miare?

1) THT

2) SMD

3) DIP

4) PTH

6. I[Ipouumaiime mexcm u 8vibepume NPAsUILHLIU OMEen.

Kaxoiif THnm MoHTa)ka mpeobiagaeT B COBPEMEHHOM AIIEKTPOHU -
Ke?

1) HaBecHOI MOHTaX

2) 00BbEMHBIN MOHTAX

3) NOBEpPXHOCTHBIN MOHTaX

4) TpOBOJIOYHBIA MOHTAX

7. [Ipoyumaiime mexcm u 8vibepume NPasUIbHLIL OMEEM.

Kaxkoii MmeToa (UHUIITHOTO MOKPHITHS KOHTAKTHBIX IIONIAI0K Haubosee

pacrpocTpaHéH?

1) nmyxenue

2) 305104eHUE

3) HASL (BeIipaBHHBaHHE TOPSIYUM BO3TYXOM)
4) HUKeIUpOBaHUE

8. Ilpouumaiime mexcm u gvloepume NpasUILHLIL OMEENM.

Uto Takoe FMEA B koHTekcTe npou3BoacTBa POA?
1) MeToa MOHTaxa KOMIIOHEHTOB

2) aHaW3 BHUJIOB M TIOCJICACTBHI OTKAa30B

3) Tun naiku

4) cTaHIapT TECTUPOBAHMS

9. l[Ipouumaiime mexcm u 8vibepume NPAGUILHLLI OMEEN.

Kakoii npouecc cneayer nocie ycTaHOBKM KOMIIOHEHTOB Ha MEYaTHYIO

iaTy nepej naukou?

1) cooTBeTcTBHE JOKYMEHTAIUU
2) Bce MepeunuciIeHHoe

3) DJIEKTpUUYECKHUE IMapaMeTPhI
4) BHEIIHUH BH]I




10. Ilpouumatime mexcm u gvlbepume npasuibHuIL OMeen.

Kaxkoit MmeTon maifiku nmpeAnoYTUTENEH sl MOHTaKa KOMIIOHEHTOB C
MaJIbIM [1aroM BbIBOJIOB (MeHee 0,5 MMm)?

1) maiika BOJIHOW MPHUITOS

2) unppakpacHas naiika ¢ KOHBEKIIHOHHBIM JJOTPEBOM

3) pyuHas naiika nasyibHUKOM

4) ynpTpa3ByKoBas nanka

11. Ilpouumatime mexcm u 8vibepume npasuibHulll OMeent.

UT0 Takoe «KOIUIaHAPHOCThH» B TEXHOJOTMH MOHTakKa KOMIIOHEHTOB ?
1) paBHOMEpPHOE PaACIIOJIOKEHHUE BBIBOIOB OTHOCUTENIBHO IIIOCKOCTH
I1aThl

2) mapanienbHOCTh BBIBOJIOB KOMIIOHEHTA

3) onMHaKOBas JIMHA BHIBOJOB

4) cUMMETPUYHOE PACIIOJIOkKEHHE BHIBOJOB

12. Ilpouumaiime mexcm u 8vloepume NpagUibHbuILL OMEen.

Kaxoif MeTo pUHHUITHOTO MOKPHITHS KOHTAKTHBIX ILTOMIAI0K
oOecreynBaeT HAMITY4YIIYyIO MIIOCKOCTHOCTh A1 MOHTaxka BGA?
1) HASL (BbipaBHMBaHHE rOPSIYMM BO3TyXOM)

2) UMMEPCUOHHOE OJIOBO

3) ummepcuonHoe 3051010 (ENIG)

4) opranndeckoe mokpeitue (OSP)

13. Ilpouumatime mexcm u 8vloepume NPagUIbHLIL OMBEEN.

UYro BeI3BIBaCT 2 PEeKT «HAATPOOHOTO KaMHs» (tombstoning) mpu naiike
SMD-kommnioneHToB?

1) cnumikoM BbICOKasi TeMIepaTypa naku

2) HEepaBHOMEPHBIN MPOTPEB KOHTAKTHBIX IJIOIIAI0K

3) u36BITOK uiroca

4) HHU3Kasi BA3KOCTh MACTHI
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